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Amphenol ICC’s UltraPort™ SFP+ interconnect system is 
comprised of a 20-position hot swappable I/O connector 
enclosed in a metal cage mounted to a host PCB. It supports 
28Gb/s applications with a backward compatibility for 
next generation Ethernet and Fibre Channel applications. 
UltraPort™ SFP+ connector shares the same unique mating 
interface and EMI cage dimensions as the SFP+ form factor. 
The cages are built for use with several board thicknesses 
and assembly processes to accommodate server and 
switch applications for cost optimized solutions. The 
connector accepts multiple transceivers per INF-8081 
and combines, transmits, and receives functions in a low 
cost, compact and flexible format. Stacked versions (2XN) 
consist of a 2-row cage with integrated connectors. We 
offer a wide variety of cage configurations, which have 
a two-piece construction with enhanced transceiver 
mating tabs available in press-fit or solder tail versions. TARGET MARKETS

UltraPort™ SFP+

MATERIAL
§§ Housing: Black color, Glass reinforced, Lead 
Free Solder Reflow Process Compatible Thermo 
Plastic

§§ Contacts Base Material: Phosphor Bronze

§§ Plating Solder Tails: Matte tin or gold flash 
options

§§ Plating Mating Area: Gold

§§ Resonance Dampening Feature: Conductive 
Polymer

MECHANICAL PERFORMANCE
§§ Durability: 250 mating cycles

§§Mating Force: 40 N max.

§§ Contact Normal Force: 0.3 N min./PIN

§§ PCB Thickness Single Side Mount (Cage): 1.57 mm 
(0.062 in.)

§§ PCB Thickness Belly to Belly (Cage): 3.00 mm 
(0.118 in.)

§§ Unmating Force (Cage): 12.5 N max.

§§ Insertion Force to PCB (Cage):

§§ 1000 N for 2 port

§§ 2100 N for 4 port

§§ 3000 N for 6 port

ELECTRICAL PERFORMANCE
§§ Operating Voltage: 30 VDC per contact

§§ Operating Current: 0.5 A per contact

§§ Differential Impedance: 100Ω +/- 10Ω

ENVIRONMENTAL
§§ Operating and (Storage) Temperature: -55° to +85°C

§§ RoHS & Halogen-Free

TOOLING INFORMATION
§§ Configurations: 

§§ 1xN (N =1,2,3,4,5,6)

§§ 2xN (N = 1,2,4,5,6,8)

TARGET MARKETS/APPLICATIONS

Cellular Infrastructure
Telecommunications Hardware

Servers
Storage

Test and Measurement Equipment

Medical Diagnostic Equipment

TECHNICAL INFORMATION
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Please note that the above information is subject to change without notice.

UltraPort™ SFP+
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UE76 3GA 20 X 6 0 0 T

Plating
2 30 μ” (0.76 μm) Gold at Mating Area Gold Flash in Termination
3 30 μ” (0.76 μm) Gold at Mating Area 3.0-7.62 μm Matte Tin in Termination
5 15 μ” (0.38 μm) Gold at Mating Area Gold Flash in Termination
6 15 μ” (0.38 μm) Gold at Mating Area 3.0-7.62 μm Matte Tin in Termination

UltraPort™ SFP+ Connector

UltraPort™ SFP+ Cage
Packaging

1 Tray
T Tape & Reel

Option 1

7
Cage with Extra Bottom Spring Fingers, No 
Bottom Mid G-Pins

U77 3G X N X 1 X X X 7 X

Plating
2 Nickel 
3 Matte Tin
6 Sliver-Nickel Material (No Plating)

PCB Mounting
X Various Options - Consult Factory

EMI Chassis Grounding
4 Gasket
6 Spring Finger

Number of Ports in row
1 1X1
2 1X2
3 1X3
4 1X4
5 1X5
6 1X6
8 1X8

Number of Ports in Row
20 20 SMT Connector

Option 3

0 Standard

Option 2

0 Standard
Option 1

6 Standard
8 1XN belly to belly with 2XN

Packaging
T Tape & Reel

Dust Cover Option
0 Without Dust Cover
D With Dust Cover

Style
A Ganged Cage (One Row)
C Ganged Cage with Light Pipe (2 per port)
D Ganged Cage with Light Pipe (1 per port)
E One Row Cage and Heat Sink Combo
N One Row Cage and Heat SInk Combo (2 Light Pipes per port)

UltraPort™ Stacked SFP+

Packaging

1 Tray

Plating Option: Cage
6 Pre-Plating

UE86 3X X X 2 0 X X X 6 1

Dust Cover Option
0 Without Dust Cover
D With Dust Cover

Light Pipe Option
X Various Options Available - Consult Factory

Chassis EMI Option
4 Gasket
6 Spring Fingers

Number of Ports in row
1 2X1
2 2X2
3 2X3
4 2X4
5 2X5
6 2X6
8 2X8

Option
3G 3rd Generation
3T Thermoenhancement

Mounting Type: Cage
0 Standard Cage

Plating Option: Connector
X Various Options Available - Consult Factory

Mounting Type: Connector
2 Standard Press-Fit Pins (12Gbps)

Heat Sink & Light Pipe Option
1 No Heat Sink / Light Pipe

Option 
3G 3rd Generation
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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